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(57) Abstract: In at least one embodiment, the optoelectronic component (1) comprises an optoelectronic semiconductor chip (10) and
an electronic first storage medium (1A). A first item of component information is stored electronically in the first storage medium. The
component is uniquely identifiable by way of the first item of component information. The optoelectronic component comprises a second
storage medium (1B), which is readable in a wireless manner at least when the component is in an unmounted state. A second item of
component information, which is representative of the first item of component information, is stored in the second storage medium.

(57) Zusammenfassung: [n mindestens einer Ausfithrungsform weist das optoelektronische Bauteil (1) einen optoelektronischen Halb-
leiterchip (10) und ein elektronisches, erstes Speichermedium (1A) auf. In dem ersten Speichermedium ist eine erste Bauteillnformati-
on elektronisch gespeichert. Uber die erste Bauteillnformation ist das Bauteil eindeutig identifizierbar. Das optoelektronische Bauteil
weist ein zweites Speichermedium (1B) auf, das zumindest in einem unmontierten Zustand des Bauteils drahtlos auslesbar ist. In dem
zweiten Speichermedium ist eine zweite Bauteillnformation gespeichert, die reprasentativ fiir die erste Bauteillnformation ist.
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Beschreibung

OPTOELEKTRONISCHES BAUTEIL, SYSTEM UND DEREN HERSTELLUNGSVERFAHREN

Es werden ein optoelektronisches Bauteil, ein System, ein
Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils,
ein Verfahren zur Herstellung eines Systems und ein Verfahren

zur Ansteuerung eines Systems angegeben.

FEine zu losende Aufgabe besteht darin, ein optoelektronisches
Bauteil anzugeben, welches schnell und einfach elektronisch
identifizierbar ist und das auf einfache Weise ansteuerbar
ist. Eine weitere zu losende Aufgabe besteht darin, ein
System mit einer Mehrzahl solcher optoelektronischen Bauteile
anzugeben. Weitere zu l1&sende Aufgaben bestehen darin, ein
Verfahren zur Herstellung eines solchen Bauteils und eines
solchen Systems anzugeben. Darilber hinaus besteht eine zu
16sende Aufgabe darin, ein Verfahren zur Ansteuerung eines

solchen Systems anzugeben.

Zunachst wird ein optoelektronisches Bauteil angegeben. Beil
dem optoelektronischen Bauteil handelt es sich insbesondere
um eine Leuchtdiode, kurz LED. Im bestimmungsgemédRen Betrieb
emittiert das optoelektronische Bauteil bevorzugt Strahlung
im sichtbaren Spektralbereich oder im UV-Bereich oder im IR-

Bereich.

Gemdfl zumindest einer Ausfihrungsform weist das
optoelektronische Bauteil zumindest einen optoelektronischen
Halbleiterchip und ein elektronisches, erstes Speichermedium

auf.
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Unter einem optoelektronischen Halbleiterchip wird hier und
im Folgenden ein separat handhabbares und elektrisch
kontaktierbares Element verstanden. Ein Halbleiterchip
entsteht insbesondere durch Vereinzelung aus einem
Waferverbund. Insbesondere weisen Seitenfldchen eines solchen
Halbleiterchips dann zum Beispiel Spuren aus dem
Vereinzelungsprozess des Waferverbunds auf. Ein
optoelektronischer Halbleiterchip umfasst bevorzugt genau
einen urspringlich zusammenhdngenden Bereich der im
Waferverbund gewachsenen Halbleiterschichtenfolge. Die
Halbleiterschichtenfolge des Halbleiterchips ist bevorzugt
zusammenhadngend ausgebildet. Die laterale Ausdehnung des
Halbleiterchips, gemessen parallel zur
Haupterstreckungsrichtung der aktiven Schicht, ist
beispielsweise hochstens 1 % oder hochstens 5 % oder
hochstens 10 % grohler als die laterale Ausdehnung der aktiven

Schicht oder der Halbleiterschichtenfolge.

Die Halbleiterschichtenfolge des Halbleiterchips basiert
beispielsweise auf einem III-V-Verbindungshalbleitermaterial,
insbesondere auf AlGaInN oder InGaAlP oder InGaN, oder auf
GaS. Die aktive Schicht der Halbleiterschichtenfolge des
Halbleiterchips beinhaltet wenigstens einen pn-Ubergang
und/oder mindestens eine Quantentopfstruktur in Form eines
einzelnen Quantentopfs, kurz SQW, oder in Form einer Multi-
Quantentopfstruktur, kurz MQW. Bevorzugt umfasst der
Halbleiterchip genau eine zusammenhdngende, insbesondere
einfach zusammenhangende, aktive Schicht. Alternativ kann die
aktive Schicht auch segmentiert sein. Die aktive Schicht kann
zum Beispiel im bestimmungsgemédRen Betrieb elektromagnetische
Strahlung im blauen oder griinen oder roten Spektralbereich

oder im UV-Bereich oder im IR-Bereich erzeugen.
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Das erste Speichermedium ist ein elektronisches
Speichermedium, auch Halbleiterspeicher genannt. In einem
elektronischen Speichermedium werden Informationen in oder
auf Basis von elektronischen (Halbleiter-)Bauelementen
gespeichert. Das erste Speichermedium kann durch ein oder
mehrere Transistoren, insbesondere DUnnfilm-Transistoren, des
optoelektronischen Bauteils realisiert sein. Das erste
Speichermedium kann ein ROM, EPROM, EEPROM sein. Bevorzugt
umfasst das Bauteil einen integrierten Schaltkreis, durch den

das erste Speichermedium realisiert ist.

Das erste Speichermedium kann bevorzugt nur draht- oder
kabelgebunden ausgelesen werden, also indem das
optoelektronische Bauteil elektrisch angeschlossen wird. Zum
Beispiel muss dazu eine elektrische Verbindung lber
elektrische Leitungen zu einer Steuereinheit oder einem
Computer aufgebaut werden und damit kann das erste
Speichermedium ausgelesen werden. Insbesondere umfasst das
Bauteil noch eine Kommunikationsschnittstelle, Uber die ein
Auslesen oder ein Beschreiben mittels einer externen

Komponente, wie einem Computer, ermdglicht ist.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform ist in dem ersten
Speichermedium eine erste Bauteilinformation elektronisch
gespeichert. Uber die erste Bauteilinformation ist das
Bauteil eindeutig identifizierbar. Die erste
Bauteilinformation ist elektronisch auslesbar. Durch
Herstellen einer elektrischen Verbindung zu einem Lesegerat,
beispielsweise zu einem Computer, kann die erste

Bauteilinformation also erfasst werden.
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Bei der ersten Bauteilinformation handelt es sich
beispielsweise um eine Seriennummer oder um eine Adresse, wie
eine physische Adresse oder Ger&teadresse oder MAC-Adresse.
Die erste Bauteilinformation kann lberschreibbar in dem
ersten Speichermedium gespeichert sein (soft kodiert).
Alternativ kann die erste Bauteilinformation teilweise oder
vollstandig nicht Uberschreibbar in dem ersten Speichermedium
gespeichert sein (hart kodiert). Zum Beispiel kann die erste
Bauteilinformation teilweise oder vollstdndig in einer
Metallisierung des Bauteils, insbesondere in einer
Metallisierung des integrierten Schaltkreises (IC-

Metallisierung), hart kodiert gespeichert sein.

Das optoelektronische Bauteil ist lber die erste
Bauteilinformation eindeutig identifizierbar. Es ist also
keinen zwei unterschiedlichen Bauteilen dieselbe erste
Bauteilinformation zugeordnet. Bevorzugt ist das
optoelektronische Bauteil in einer signaltechnischen
Verschaltung mit einer Steuereinheit anhand der ersten
Bauteilinformation eindeutig identifizierbar. Zum Beispiel
kann das Bauteil der Steuereinheit die erste
Bauteilinformation aus dem ersten Speichermedium mitteilen
und/oder ein BRauteil kann beim Empfang eines von der
Steuereinheit gesendeten elektronischen Ansteuersignals durch
einen Vergleich zwischen der in dem Bauteil gespeicherten,
ersten Bauteilinformation und einer Adresse in dem
Ansteuersignal feststellen, ob das elektronische Signal filr
dieses Bauteil bestimmt ist. Die Kommunikation mit einer
Steuereinheit findet bevorzugt iiber die

Kommunikationsschnittstelle statt.

Die erste Bauteilinformation ist bevorzugt durch eine

Zelchenkette darstellbar, mit der zumindest 1-10° oder
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zumindest 1-10° oder zumindest 10-10° Bauteilen eine
eineindeutig zugeordnete erste BRauteilinformation zuordenbar
ist. Das erste Speichermedium weist bevorzugt eine
Speicherkapazitat von zumindest 20 Bit oder zumindest 3 Byte

auf.

Gemdfl zumindest einer Ausfihrungsform weist das
optoelektronische Bauteil ein zweites Speichermedium auf, das
zumindest in einem unmontierten Zustand des BRauteils drahtlos
auslesbar ist. Das zweite Speichermedium unterscheidet sich
von dem ersten Speichermedium im Hinblick auf den Typ des
Speichermediums, bevorzugt auch im Hinblick auf die Position
in dem Bauteil. Das zweite Speichermedium ist also

insbesondere kein elektronisches Speichermedium.

,Drahtlos™ meint auch berihrungslos oder kontaktlos oder
kabellos. Beispielsweise ist das zweite Speichermedium durch
Induktion oder durch Ubertragung elektromagnetischer Wellen
oder optisch auslesbar. Insbesondere ist das zweite
Speichermedium fiir einen Beobachter von auBerhalb des
Bauteils frei einsehbar, zumindest solange das Bauteil nicht

montiert oder elektrisch angeschlossen ist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist auf dem zweiten
Speichermedium eine zweite Bauteilinformation gespeichert.
Die zweite Bauteilinformation ist repréasentativ fir die erste
Bauteilinformation. Die zweite Bauteilinformation kann aus
dem Bauteil drahtlos ausgelesen werden. Bevorzugt ist die
erste Rauteilinformation eindeutig aus der zweiten
Bauteilinformation extrahierbar. Das heiBlt, die zweite
Bauteilinformation beinhaltet die erste Bauteilinformation.
Beispielsweise ist die zweite Bauteilinformation identisch zu

der ersten Bauteilinformation. Die erste und die zweite
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Bauteilinformation kénnen jedoch unterschiedlich codiert in

den jewelligen Speichermedien gespeichert sein.

In dem zweiten Speichermedium kdnnen neben der zweiten
Bauteilinformation weitere Bauteilinformationen gespeichert
sein oder gespeichert werden. Beispielsweise sind in dem
zwelten Speichermedium Informationen {iber die Helligkeit oder
den Farbort der im bestimmungsgemallen Betrieb von dem Bauteil
emittierten Strahlung gespeichert. Ebenso kobnnen in dem

ersten Speichermedium weitere Informationen gespeichert sein.

In mindestens einer Ausfithrungsform weist das
optoelektronische Bauteil einen optoelektronischen
Halbleiterchip und ein elektronisches, erstes Speichermedium
auf. In dem ersten Speichermedium ist eine erste
Bauteilinformation elektronisch gespeichert. Uber die erste
Bauteilinformation ist das Bauteil eindeutig identifizierbar.
Das optoelektronische Bauteil weist ein zweites
Speichermedium auf, das zumindest in einem unmontierten
Zustand des BRauteils drahtlos auslesbar ist. In dem zweiten
Speichermedium ist eine zweite Bauteilinformation
gespeichert, die reprédsentativ fir die erste

Bauteilinformation ist.

Der vorliegenden Erfindung liegt insbesondere die Erkenntnis
zu Grunde, dass optoelektronische Bauteile, wie LEDs, in
vielen Anwendungen individuell adressiert werden sollen. Dazu
muss eine Steuereinheit das jeweilige optoelektronische
Bauteil eindeutig identifizieren kénnen. Dies kann zum einen
im Daisy-Chain-Verfahren geldst werden, in der die
Kommunikation mit der Steuereinheit und den
optoelektronischen Bauteilen seriell aufgebaut ist, also ein

serieller Bus verwendet wird. Dabei wird eine Adresse so
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lange weitergeschoben, bis das letzte optoelektronische
Bauteil keinen Anschluss mehr zurlickmeldet. Dadurch kann
seriell festgelegt werden, an welcher Stelle in der Kette
sich das Bauteil befindet und somit kann das Bauteil
eineindeutig angesprochen werden (Autoadressierung). Ein
Ausfall eines Bauteils in der Kette kann dabei die ganze
Kommunikation unterbrechen. Dies kann bei
sicherheitsrelevanten Anwendungen, beispielsweise in einem

Kraftfahrzeug, nachteilig sein.

FEine weitere Moglichkeit besteht darin, eine parallele
Kommunikation zwischen den Bauteilen und der Steuereinheit
aufzubauen. Zum Adressieren der Bauteile braucht man aber
dann unter Umstanden wiederum eine zusdtzliche, serielle
Leiterbahn. Dies kann ungewiinscht sein, da ein zusatzlicher

Platzbedarf notig ist.

Mit der vorliegenden Erfindung wird ein optoelektronisches
Bauteil bereitgestellt, mit dem ein Kommunikationsaufbau zu
einer Steuereinheit vereinfacht ist. Das Bauteill tragt eine
elektronisch gespeicherte, erste Bauteilinformation, wodurch
eine eindeutige Kommunikation mit einer Steuereinheit
gewadhrleistet ist. Flir den Kommunikationsaufbau mit der
Steuereinheit umfasst das Bauteil ein zweites Speichermedium
mit einer zweiten Bauteilinformation, die repréasentativ fir
die erste BRauteilinformation ist. Das zweite Speichermedium
kann drahtlos ausgelesen werden. Beim Aufbau der
Kommunikation kann der Steuereinheit durch einfaches Auslesen
des zweiten Speichermediums, zum Beispiel mithilfe eines
Scanners oder eines Lesegerats, die zweite Bauteilinformation
und damit die erste Bauteilinformation beziehungsweise die
Adresse des Bauteils mitgeteilt werden. Eine serielle

Verschaltung von mehreren Bauteilen ist dann nicht ndétig. Die
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Bauteile konnen dann beispielsweise rein parallel mit der

Steuereinheit gekoppelt werden.

Weiter vorteilhaft ist, dass durch die einfache Auslesbarkeit
des zweiten Speichermediums und der eindeutigen
Identifizierbarkeit des Bauteils anhand der ersten
Bauteilinformation ein fehlerhaftes Bauteil eindeutig und auf

einfache Weise zurickverfolgt werden kann.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform ist das erste
Speichermedium durch einen IC-Chip (IC = Integrated Circuit,
integrierter Schaltkreis zu Deutsch) des Bauteils realisiert.
Das heiBlt, der IC-Chip umfasst das erste Speichermedium oder
ist das erste Speichermedium. Der IC-Chip ist bevorzugt eine
anwendungsspezifische integrierte Schaltung, Englisch
application-specific integrated circuit, kurz ASIC. Der IC-
Chip ist zum Beispiel zur Ansteuerung des optoelektronischen

Halbleiterchips eingerichtet.

Die erste Bauteilinformation kann beispielsweise den IC-Chip
eindeutig identifizieren. Beil der Herstellung von IC-Chips
wird iblicherweise eine Mehrzahl von IC-Chips in einem
Waferverbund hergestellt. Die erste Bauteilinformation kann
dann eine Wafernummer und eine Position des IC-Chips in dem
Wafer umfassen. Alternativ oder zusatzlich kann die erste
Bauteilinformation auch das Herstellungsdatum und/oder die
Herstellungsuhrzeit des IC-Chips oder des optoelektronischen

Bauteils beinhalten.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform ist das zweite
Speichermedium ein im unmontierten Zustand des Bauteils frei
einsehbarer Abschnitt des Bauteils. Die zweite

Bauteilinformation ist in einer optoelektronisch lesbaren
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Zeichenkette in dem frei einsehbaren Abschnitt enthalten.
Insbesondere ist die die zweite Bauteilinformation enthaltene
Zeichenkette mit dem bloBen Auge sichtbar. Bei der
Zeichenkette kann es sich um einen 1D-Code, zum Beispiel
einen Strichcode, oder einen 2D-Code, zum Beispiel einen QR-
Code, handeln. Bevorzugt ist die Zeichenkette nur mithilfe
eines technischen Geradts auslesbar oder entschliisselbar.
Optoelektronisch lesbar bedeutet insbesondere, dass die
Zeichenkette mit einem optischen Lesegerat, wie einem

Scanner, auslesbar ist.

Anders ausgedrilickt ist die zweite Bauteilinformation also
optisch wahrnehmbar auf das optoelektronische Bauteil
geschrieben. Als zweites Speichermedium dient dabei ein
beschreibbarer Abschnitt des Bauteils. Die zweite
Bauteilinformation kann in diesen Abschnitt eingraviert oder
eingelasert oder aufgedruckt sein. Das zweite Speichermedium
kann ein graviertes oder gelasertes oder bedrucktes Etikett

sein, was dauerhaft in dem Bauteil befestigt ist.

Alternativ oder zusatzlich kann das zweite Speichermedium
durch einen RFID-Transponder realisiert sein. Das zweite
Speichermedium ist also ein Speicher in dem RFID-Transponder.
In diesem Fall kann das zweite Speichermedium zumindest

einmal beschreibbar sein.

Es kann das Bauteil also auch mehrere, zweite Speichermedien
aufweisen, die auf unterschiedliche Weise realisiert sind,
und die beispielsweise jeweils die gleiche, zweite

Bauteilinformation tragen.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das

optoelektronische Bauteil mehrere optoelektronische
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Halbleiterchips, die iUber den IC-Chip elektrisch ansteuerbar
sind. Bevorzugt sind die optoelektronischen Halbleiterchips
eines BRauteils einzeln und unabhédngig voneinander
ansteuerbar. Die einzelnen Halbleiterchips eines Bauteils
kdnnen im Betrieb Strahlung unterschiedlicher
Spektralbereiche emittieren. Beispielsweise umfasst jedes
optoelektronische Bauteil einen ersten Halbleiterchip zur
Fmission von warmweiBem Licht und einen zweiten
Halbleiterchip zur Emission von kaltweillem Licht. Es kann
auch jedes BRauteil einen ersten Halbleiterchip zur Emission
von rotem Licht, einen zweiten Halbleiterchip zur Emission
von blauem Licht und einen dritten Halbleiterchip zur
Fmission von grinem Licht umfassen. Ein optoelektronisches

Bauteil bildet dann eine RGB-Einheit.

Alternativ oder zusatzlich kann der optoelektronische
Halbleiterchip oder ein optoelektronischer Halbleiterchip des
Bauteils ein pixelierter Halbleiterchip mit einer Mehrzahl
von einzelnen Pixeln sein. Die einzelnen Pixel sind lber den
IC-Chip elektrisch ansteuerbar, bevorzugt einzeln und
unabhdngig voneinander ansteuerbar. Die unterschiedlichen
Pixel des Halbleiterchips sind bevorzugt durch
unterschiedliche Abschnitte einer zusammenhangenden

Halbleiterschichtenfolge des Halbleiterchips realisiert.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Bauteil einen Tré&ger. Der Trager kann ein
Leiterrahmen oder ein Keramiktrdger oder eine Leiterplatte,
kurz PCR, sein. Der Trager ist eine stabilisierende
Komponente des Bauteils. Insbesondere ist der Trager
selbsttragend. Es ist mdglich, dass der Trager des Bauteils

durch den IC-Chip gebildet ist.
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GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das
optoelektronische Bauteil ein strahlungsundurchlassiges
Gehduse mit einer Ausnehmung. Das Gehause ist auf dem Trager
angeordnet und bevorzugt von dem Trager getragen. Das Gehause
kann beispielsweise aus einem Kunststoff, zum Beispiel einem
weilBen Kunststoff, gebildet sein. Das Gehause ist bevorzugt
undurchléssig fiir die von dem Halbleiterchip emittierte
Strahlung. Die zweite Bauteilinformation kann auf oder in das
Gehduse aufgebracht oder eingebracht sein, zum Beispiel
direkt in oder auf das Gehduse eingepragt oder aufgedruckt
oder eingelasert sein. Alternativ kann ein separates Etikett
mit der zweiten Rauteilinformation auf das Geh&ause

aufgebracht sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist der
optoelektronische Halbleiterchip auf dem Trager im Bereich
der Ausnehmung angeordnet. Insbesondere Uberdeckt das Geh&use
also den optoelektronischen Halbleiterchip in einer
Draufsicht gesehen nicht. So kann die von dem
optoelektronischen Halbleiterchip emittierte Strahlung aus
dem Bauteil austreten. Das erste Speichermedium und/oder der
IC-Chip konnen ebenfalls auf dem Trager angeordnet sein.
Bevorzugt ist das erste Speichermedium und/oder der IC-Chip
von dem Gehause Uberdeckt und von auRen fir einen Betrachter
nicht sichtbar. Der IC-Chip kann in dem Geh&use eingebettet

sein.

Als nachstes wird das System angegeben.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das System eine
Mehrzahl der hier beschriebenen, optoelektronischen Bauteile.
Ferner umfasst das System ein drittes Speichermedium. Die

optoelektronischen Bauteile sind in dem System an
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unterschiedlichen Positionen angeordnet, so dass Jjedes
Bauteil mit der zugeordneten zweiten Bauteilinformation
eineindeutig einer Position in dem System zugeordnet ist. Mit
Position ist insbesondere eine rdumliche Position gemeint. In
dem dritten Speichermedium sind Positionsinformationen
gespeichert, die reprédsentativ dafiir sind, welche zweite

Bauteilinformation welcher Position zugeordnet ist.

Beispielsweise ist das System fir die Verwendung in einem
Fahrzeug (Kraftfahrzeug oder Schienenfahrzeug oder Flugzeug)
oder einem Innenraum, wie einem Arbeitsraum oder Wohnraum,
vorgesehen. Die einzelnen Bauteile werden dann an
unterschiedlichen Positionen in dem Fahrzeug oder dem
Innenraum angeordnet. Soll ein bestimmtes Bauteil des Systems
angesteuert werden, um beispielsweise einen bestimmten
Bereich des Fahrzeugs oder des Innenraums zu beleuchten, so
kann anhand der Positionsinformation ermittelt werden, welche
zwelte Bauteilinformation das Bauteil an dieser Position
betragt. Uber die zweite Bauteilinformation kann dann
beispielsweise die erste Bauteilinformation/Adresse des
Bauteils ermittelt werden, so dass ein entsprechendes

Ansteuersignal fir das Bauteil ausgegeben werden kann.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das System eine
Steuereinheit. Die Steuereinheit und die optoelektronischen
Bauteile sind signaltechnisch miteinander gekoppelt. Die
Steuereinheit ist zur Ansteuerung, insbesondere zur
selektiven Ansteuerung, der einzelnen optoelektronischen

Bauteile eingerichtet.

Die Steuereinheit kann also mit den Bauteilen kommunizieren,
zum Beispiel direkt, ohne eine weiter zwischengeschaltete

Steuereinheit. Die Steuereinheit kann ein sogenanntes Gateway
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sein und eine Kommunikation zwischen einer Master-
Steuereinheit und den Bauteilen vermitteln. Alternativ kann
die Steuereinheit aber auch die Master-Steuereinheit sein,
wobel zwischen die Steuereinheit und die Bauteile dann ein
Gateway, zum Beispiel in Form einer weiteren Steuereinheit,
geschaltet ist. Die Steuereinheit ist eine von den
optoelektronischen Bauteilen unterschiedliche Komponente des
Systems. Insbesondere ist die Steuereinheit o6rtlich von den

optoelektronischen Bauteilen getrennt.

Bevorzugt sind die einzelnen optoelektronischen Rauteile des
Systems iiber die Steuereinheit parallel oder gleichberechtigt
ansteuerbar. Dies kann durch einen parallelen Rus realisiert

sein, der dann Teil des Systems ist.

GemaR zumindest einer Ausfihrungsform ist das dritte
Speichermedium durch die Steuereinheit des Systems
realisiert. Das dritte Speichermedium ist also ein interner
Speicher der Steuereinheit. Insbesondere ist das dritte
Speichermedium dann ein elektronisches Speichermedium. Es
kann das System auch mehrere Steuereinheiten, zum Beispiel
eine Master-Steuereinheit und ein Gateway, umfassen. Es
konnen die Positionsinformationen dann in mehreren oder allen

Steuereinheit gespeichert sein.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform ist das System ein
optoelektronisches Modul oder umfasst das System ein
optoelektronisches Modul. Das Modul umfasst einen
Modultrager, beispielsweise eine Platine. Die
optoelektronischen Bauteile sind auf unterschiedlichen
Positionen des Modultragers angeordnet. Insbesondere sind die
optoelektronischen Bauteile also iiber einen gemeinsamen

Modultrager dauerhaft mit fest vorgegebenen Abstanden und
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fest vorgegebenen relativen Positionen mechanisch miteinander
verbunden. Die optoelektronischen Bauteile kdnnen in einem
vorgegebenen geometrischen Muster auf dem Modultrager
angeordnet sein. Uber den Modultrdger kann die
signaltechnische Verschaltung der optoelektronischen Bauteile

untereinander und/oder mit der Steuereinheit realisiert sein.

Die Steuereinheit kann auf dem Modultradger angeordnet und
befestigt sein. Alternativ ist es mdglich, dass die
Steuereinheit von dem Modultradger beabstandet mit
beispielsweise variablem Abstand anordenbar ist.
Beispielsweise ist die Steuereinheit nur iUber Kabel mit dem

Modultrager verbunden.

GemaR zumindest einer Ausfihrungsform ist das dritte
Speichermedium drahtlos auslesbar. Bevorzugt ist das dritte
Speichermedium auf den Modultrager aufgebracht oder in den
Modultrager eingebracht. Das dritte Speichermedium kann ein
im unmontierten Zustand des Moduls frei einsehbarer Abschnitt
des Moduls sein. Die Positionsinformationen sind dann
beispielsweise in einer optoelektronisch lesbaren
Zeichenkette in dem frei einsehbaren Abschnitt des Moduls
enthalten, beispielsweise in einem Strichcode oder einem QR-
Code. Alternativ ist es mdglich, dass das dritte
Speichermedium durch einen RFID-Transponder in oder auf dem
Modultrager realisiert ist. Bevorzugt ist das dritte

Speichermedium gerategebunden und/oder optisch auslesbar.

Das drahtlos auslesbare, dritte Speichermedium erlaubt
beispielsweise durch einfaches Scannen mit einem Lesegerat,
das dritte Speichermedium auszulesen und die
Positionsinformationen auf die Steuereinheit hochzuladen. Im

Falle einer BRescha&digung des Moduls kann das Modul einfacher
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ausgetauscht werden. Ein Scanprozess reicht, um die
Positionsinformationen des neuen Moduls auf die Steuereinheit
zu laden und dabeil eventuell die alten Positionsinformationen

des alten Moduls zu ilberschreiben.

Umfasst das System zusdtzlich noch eine oder mehrere
Steuereinheiten, so konnen die Positionsinformation sowohl in
dem drahtlos auslesbaren, dritten Speichermedium als auch in

einer oder mehreren Steuereinheit gespeichert sein.

GemdR zumindest einer Ausfihrungsform ist das Modul eine
Display-Hintergrundbeleuchtung oder ein Scheinwerfer oder ein
Bremslicht oder ein Riicklicht oder ein Display oder eine
Innenraumleuchte. Das Modul eignet sich zum Beispiel als
Display oder Display-Hintergrundbeleuchtung fir ein Tablet
oder ein Smartphone. Das Modul kann als Scheinwerfer oder
Riicklicht oder Bremslicht in einem Fahrzeug, beispielsweise
einem Kraftfahrzeug oder einem Schienenfahrzeug oder einem

Flugzeug, oder als Innenraumbeleuchtung verwendet werden.

Ferner wird ein Fahrzeug, insbesondere ein Kraftfahrzeug,

angegeben, das ein hier beschriebenes System umfasst.

Als nachstes wird das Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauteils angegeben. Mit dem Verfahren wird
insbesondere ein hier beschriebenes optoelektronisches
Bauteil hergestellt. Alle im Zusammenhang mit dem
optoelektronischen Bauteil offenbarten Merkmale sind somit

auch flUr das Verfahren offenbart und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zur
Herstellung eines optoelektronischen Bauteils umfasst das

Verfahren Schritte Al, Bl und Cl. Im Schritt Al wird ein
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Basisbauteil mit einem elektronischen, ersten Speichermedium
bereitgestellt. In dem Schritt Bl wird eine erste
Bauteilinformation in dem ersten Speichermedium gespeichert,
wobel das Basisbauteil tiber die erste Bauteilinformation
eindeutig identifizierbar ist und wobei die erste
Bauteilinformation elektronisch auslesbar ist. In dem Schritt
Cl wird ein zweites Speichermedium mit einer zweiten
Bauteilinformation dem Basisbauteil zugeordnet, wobei die
zwelite Bauteilinformation repréasentativ fiir die erste
Bauteilinformation ist und wobei das zweite Speichermedium
zumindest in einem unmontierten Zustand des fertigen Bauteils

drahtlos auslesbar ist.

Nach der Durchfithrung der Schritte Al, Bl und Cl ist oder
wird aus dem Basisbauteil das optoelektronische Bauteil

hergestellt.

Die Schritte Al, Bl, Cl konnen nacheinander in der
angegebenen Reihenfolge ausgefithrt werden. Alternativ ist es
aber auch denkbar, dass zuerst der Schritt Al, dann der

Schritt Cl und daraufhin der Schritt Bl durchgefihrt werden.

Wird der Schritt Bl vor dem Schritt Cl durchgefiihrt, so wird
zwischen den Schritten Bl und Cl bevorzugt das erste
Speichermedium ausgelesen und die erste Bauteilinformation
extrahiert. In Abhdngigkeit der ersten Bauteilinformation
wird dann die zweite Bauteilinformation ermittelt und

entsprechend in dem zweiten Speichermedium gespeichert.

Wird der Schritt Cl1 vor dem Schritt Bl ausgefiihrt, so wird
zwischen den Schritten Cl und Bl bevorzugt das zweite
Speichermedium ausgelesen und dabei die zweite

Bauteilinformation extrahiert. In Abhdngigkeit der zweiten



10

15

20

25

30

WO 2020/208080 PCT/EP2020/060032

_17_

Bauteilinformation wird dann die erste Bauteilinformation auf

dem ersten Speichermedium gespeichert.

Das Speichern der ersten BRauteilinformation auf dem ersten
Speichermedium erfolgt elektronisch, beispielsweise durch
Anschliellen des Basisbauteils an einem Computer. Das
Speichern der zweiten Bauteilinformationen kann durch ein
Fingravieren, zum Beispiel mittels eines Lasers, oder
Aufdrucken einer Zeichenkette auf das Basisbauteil oder auf
ein Etikett, was anschlieBend auf das Basisbauteil

aufgebracht wird, erfolgen.

Das Basisbauteil kann im Schritt Al bereits alle physischen
Komponenten des fertigen optoelektronischen Bauteils
umfassen, wie beispielsweise den optoelektronischen
Halbleiterchip, den IC-Chip, das Gehduse und den Trager. Es
kann im Schritt Al das Basisbauteil aber auch zunachst nur
den IC-Chip, eventuell zusammen mit dem Gehduse und/oder dem
Trager, umfassen. Der optoelektronische Halbleiterchip wird
dann beispielsweise erst nach den Schritten Al, Bl und Cl

aufgebracht.

Als nachstes wird das Verfahren zur Herstellung eines Systems
angegeben. Das Verfahren eignet sich insbesondere zur
Herstellung des hier beschriebenen Systems. Alle im
Zusammenhang mit dem System offenbarten Merkmale sind daher
auch flUr das Verfahren zur Herstellung des Systems offenbart

und umgekehrt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das Verfahren
Schritte A2, B2 und C2. Im Schritt A2 wird eine Mehrzahl wvon
optoelektronischen Bauteilen bereitgestellt. In den Bauteilen

ist jeweils eine Bauteilinformation gespeichert, wobei Jjedes
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Bauteil Uber die zugeordnete Bauteilinformation eindeutig
identifizierbar ist. In dem Schritt B2 werden die Bauteile an
unterschiedlichen Positionen, insbesondere unterschiedlichen
raumlichen Positionen, angeordnet, so dass Jjedem Bauteil mit
der zugehorigen Bauteilinformation eine Position eineindeutig
zugeordnet ist. Im Schritt C2 werden die Bauteilinformationen
der Bauteile erfasst und es werden Positionsinformationen in
einem dritten Speichermedium gespeichert. Die
Positionsinformationen sind repréasentativ dafir, welche

Bauteilinformation welcher Position zugeordnet ist.

Die Schritte A2 bis C2 werden bevorzugt nacheinander und in
der angegebenen Reihenfolge durchgefiithrt. Die
Bauteilinformationen der einzelnen Bauteile konnen

nacheinander oder gleichzeitig erfasst werden.

Bei den im Schritt A2 bereitgestellten optoelektronischen
Bauteilen handelt es sich bevorzugt jeweils um ein wie zuvor
beschriebenes optoelektronisches Bauteil. Die im Schritt A2
bereitgestellten Rauteile kdnnen vor dem Schritt A2 jeweils
mit dem zuvor beschriebenen Verfahren zur Herstellung eines

optoelektronischen Bauteils hergestellt werden.

Den unterschiedlichen Positionen, an dem die Bauteile
platziert werden, konnen unterschiedliche Funktionen
zugeordnet sein. Die unterschiedlichen Positionen kdnnen
unterschiedliche Positionen auf einem Modultrager oder
unterschiedliche Positionen in einem Fahrzeug oder

unterschiedliche Positionen in einem Innenraum sein.

Die Positionsinformationen werden im Schritt C2 in
Abhangigkeit der Bauteilinformationen und der mit Bauteilen

besetzten Positionen ermittelt. Den einzelnen Positionen sind
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beispielsweise Positionskennungen eineindeutig zugeordnet.
Die Positionskennungen sind zum Beispiel in einer
vorgegebenen Reihenfolge sortiert. Im Schritt C2 kdnnen die
Bauteile entsprechend der vorgegebenen Reihenfolge der
Positionskennungen nacheinander ausgelesen/gescannt werden,
um die jeweilige Bauteilinformation zu erfassen. Dadurch kann
eine eineindeutige Zuordnung der erfassten
Bauteilinformationen zu den Positionskennungen und damit zu
den Positionen erfolgen. Das Erfassen der
Bauteilinformationen erfolgt bevorzugt mithilfe eines

Lesegerats, insbesondere eines optischen Lesegerats.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform werden im Schritt C2
die Positionsinformationen in einer Steuereinheit
gespeichert. Die Steuereinheit ist zur Ansteuerung der

einzelnen Bauteile eingerichtet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform umfasst das System ein
Modul oder ist ein Modul. Das Modul umfasst einen
Modultrager. Im Schritt B2 werden die optoelektronischen
Bauteile auf unterschiedlichen Positionen des Modultragers

angeordnet, beispielsweise in einem vorgegebenen Muster.

GemaR zumindest einer Ausfihrungsform ist das dritte
Speichermedium drahtlos auslesbar. Beispielsweise handelt es
sich beil dem dritten Speichermedium um ein Etikett oder einen
Abschnitt des Modultrdgers. Im Schritt C2 wird zum Beispiel
eine die Positionsinformationen enthaltene Zeichenkette
aufgedruckt oder eingepragt, insbesondere mit einem Laser.
Die Zeichenkette kann auf den Abschnitt des Modultragers oder
das Etikett aufgebracht werden. Zum Beispiel ist die
Zeichenkette ein 1D-Code oder ein 2D-Code. AnschlieBlend kann

das Etikett auf dem Modultrager befestigt werden.
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Alternativ ist es denkbar, dass im Schritt C2 ein RFID-
Transponder beschrieben wird und dieser als das dritte
Speichermedium auf dem Modultradger aufgebracht oder

eingebracht wird/ist.

GemdlR zumindest einer Ausfihrungsform wird im Schritt C2 des
Verfahrens zur Herstellung des Systems jeweils die zweite
Bauteilinformation ermittelt, insbesondere durch kontaktloses

Auslesen.

Als nachstes wird das Verfahren zur Ansteuerung eines Systems
angegeben. Dabei wird insbesondere ein hier beschriebenes
System angesteuert. Alle im Zusammenhang mit dem System
offenbarten Merkmale sind daher auch fiir das Verfahren zur

Ansteuerung eines Systems offenbart und umgekehrt.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform wird in dem Verfahren
zur Ansteuerung eines Systems zunachst eine
Ansteuerinformation bereitgestellt, die reprasentativ dafilir
ist, an welcher Position des Systems ein dort platziertes
optoelektronisches Bauteil angesteuert werden soll.
AnschlieRend wird in Abhangigkeit der im dritten
Speichermedium gespeicherten Positionsinformationen die
zwelte Bauteilinformation ermittelt, die dem anzusteuernden
Bauteil zugeordnet ist. Daraufhin wird das optoelektronische
Bauteil, welchem die zuvor ermittelte zweite

Bauteilinformation zugeordnet ist, angesteuert.

Bei dem Ansteuern wird beispielsweise ein Ansteuersignal von
einer Steuereinheit bereitgestellt und parallel an alle
optoelektronischen Bauteile des Systems lbermittelt. Das

Ansteuersignal enthalt eine Adresse, die zur zweiten
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Bauteilinformation beziehungsweise zur zugehdrigen ersten
Bauteilinformation des anzusteuernden Bauteils
korrespondiert. Erreicht das Ansteuersignal die
optoelektronischen Bauteile, so kann in jedem
optoelektronischen Bauteil verglichen werden, ob die in dem
Ansteuersignal enthaltene Adresse mit der in dem Bauteil
gespeicherten ersten Bauteilinformation korrespondiert. Nur
falls dies zutrifft, wird das Bauteil entsprechend des

Ansteuersignals angesteuert.

Bisher Gesagtes betraf ein optoelektronisches Bauteil
beziehungsweise ein System mit optoelektronischen Rauteilen
beziehungsweise ein Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauteils beziehungsweise Verfahren zur
Herstellung und Ansteuerung von einem System mit
optoelektronischen Bauteilen. Allerdings konnen die bisher
beschriebenen Konzepte auch auf elektronische Bauteile im

Allgemeinen, wie Sensoren oder Aktoren im Speziellen,

ibertragen werden. Alle fir das optoelektronische Bauteil und

das Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauteils offenbarten Merkmale sind daher flir ein

elektronisches Bauteil und ein Verfahren zur Herstellung

eines elektronischen Bauteils offenbart. Beispielsweise weist

ein elektronisches Bauteil bis auf einen optoelektronischen
Halbleiterchip die gleichen Merkmale auf wie das
optoelektronische Bauteil. Die fiir das System und die
Verfahren zur Herstellung/Ansteuerung eines Systems
offenbarten Merkmale sind auch fiir ein System und eine
Verfahren zur Herstellung/Ansteuerung eines Systems

offenbart, bei welchem statt oder zusatzlich zu den

optoelektronischen Bauteilen elektronische Bauteile verwendet

werden.
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Nachfolgend werden ein hier beschriebenes optoelektronisches
Bauteil, ein hier beschriebenes System, ein hier
beschriebenes Verfahren zur Herstellung eines Systems und ein
hier beschriebenes Verfahren zur Herstellung eines
optoelektronischen Bauteils unter Bezugnahme auf Zeichnungen
anhand von Ausflihrungsbeispielen naher erldutert. Gleiche
Bezugszeichen geben dabei gleiche Elemente in den einzelnen
Figuren an. Es sind dabei jedoch keine maBstablichen Bezige
dargestellt, vielmehr koénnen einzelne Elemente zum besseren

Verstandnis tUbertrieben groB dargestellt sein.

Es zeigen:

Figuren 1A bis 2B Ausfihrungsbeispiele eines
optoelektronischen Bauteils in Querschnittsansicht und

Draufsicht,

Figuren 3 bis 7 verschiedene Ausfihrungsbeispiele des

Systems,

Figuren 8A bis 8C Positionen in einem Ausfihrungsbeispiel des

Verfahrens zur Herstellung eines Systems

Figuren 9A bis 10C Positionen in Ausfiithrungsbeispielen des

Verfahrens zur Herstellung eines optoelektronischen BRauteils.

In den Figuren 1A und 1B ist ein erstes Ausfiihrungsbeispiel
des optoelektronischen Bauteils 1 in Querschnittsansicht
(Figur 1A) und in Draufsicht (Figur 1B) gezeigt. Das
optoelektronische Bauteil 1 ist vorliegend eine LED. Das
optoelektronische Bauteil 1 umfasst mehrere optoelektronische
Halbleiterchips 10, die auf einem gemeinsamen Trager 12

aufgebracht sind. Der Tradger 12 ist beispielsweise ein
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Keramiktrager oder ein Leiterrahmen. Die optoelektronischen
Halbleiterchips 10 emittieren im Betrieb beispielsweise
sichtbares Licht unterschiedlicher Spektralbereiche, wie

rotes, blaues und griines Licht.

Ferner umfasst das optoelektronische Rauteil 1 einen IC-Chip
11, zum Beispiel einen ASIC. Der IC-Chip 11 ist neben den
Halbleiterchips 10 auf dem Trager 12 angeordnet. Alternativ
ware es auch denkbar, dass der IC-Chip selbst den Trager 12
bildet, auf dem die Halbleiterchips 10 angeordnet sind. Uber
den IC-Chip 11 werden im BRetrieb die drei Halbleiterchips 10
einzeln und unabhdngig voneinander angesteuert. Der IC-Chip
11 umfasst ein elektronisches, erstes Speichermedium 1A. In
dem ersten Speichermedium 1A ist eine erste
Bauteilinformation gespeichert, iber die das Bauteil 1
eindeutig identifizierbar ist. Die erste Bauteilinformation
ist beispielsweise eine Seriennummer oder eine Adresse des
Bauteils. Die erste Bauteilinformation ist elektronisch aus
dem ersten Speichermedium 1A auslesbar, bevorzugt durch

elektrisches AnschlieBen eines Lesegerats.

Das optoelektronische Bauteil 1 umfasst ferner ein
strahlungsundurchlédssiges Gehause 13, beispielsweise ein
wellBes Kunststoffgehduse 13. Eine Zeichenfolge in Form eines
QR-Codes ist auf einem Abschnitt des Gehduses 13 gedruckt
oder in diesen Abschnitt eingepragt. Der Abschnitt mit der
Zeichenfolge bildet vorliegend ein zweites Speichermedium 1B.
Der QR-Code beinhaltet eine zweite Bauteilinformation. Die
zwelite Bauteilinformation ist reprédsentativ fir die erste
Bauteilinformation. Insbesondere entspricht die zweite

Bauteilformation der ersten Bauteilinformation.
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Wie in der Figur 1 zu erkennen ist, sind die Halbleiterchips
10 in einer Ausnehmung 14 des Geh&duses 13 auf dem Trager 12
angeordnet, so dass die von den Halbleiterchips 10 jeweils im
Betrieb emittierte Strahlung das Bauteil 1 verlassen kann.

Der IC-Chip 11 ist von dem Geh&use 13 iberdeckt.

In der Figur 2 ist ein zweites Ausfiithrungsbeispiel des
optoelektronischen Bauteils 1 wiederum in Querschnittsansicht
(Figur 2A) und Draufsicht (Figur 2B) gezeigt. Anders als in
dem Ausflihrungsbeispiel der Figur 1 umfasst das Bauteil 1
hier nur einen einzigen Halbleiterchip 10, der in der
Ausnehmung 14 des Gehauses 13 angeordnet ist. Bei dem
Halbleiterchip 10 handelt es sich vorliegend um einen
pixelierten Halbleiterchip mit einer Mehrzahl von Pixeln. Die
Pixel konnen im Betrieb iUber den IC-Chip 11 einzeln und

unabhédngig voneinander angesteuert werden.

In der Figur 3 ist ein erstes Ausfihrungsbeispiel des Systems
gezeigt. Das System umfasst eine Mehrzahl von
optoelektronischen Bauteilen 1. Die Bauteile 1 kdnnen Jjeweils
wie in der Figur 1 oder der Figur 2 ausgebildet sein. Ferner
umfasst das System eine Steuereinheit 20, die ein drittes
Speichermedium 2 umfasst. Die Bauteile 1 sind mit der
Steuereinheit 20 signaltechnisch gekoppelt. Dies ist
vorliegend durch einen Bus erreicht, iUber den die Bauteile 1
parallel mit der Steuereinheit 20 verbunden sind. Den
Bauteilen 1 wird im Betrieb des Systems also gleichberechtigt
(parallel) ein von der Steuereinheit 2 ausgegebenes

Ansteuersignal zugestellt.

In der Figur 3 ist zu erkennen, dass die Bauteile 1 an
unterschiedlichen Positionen angeordnet sind. Vorliegend

handelt es sich um eine Bauteilkette, bei der die Bauteile an
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unterschiedlichen Positionen in der Kette angeordnet sind.
Jedem optoelektronischen Bauteil 1 der Kette mit der
zugehdrigen zweiten Bauteilinformation ist also eineindeutig
eine Position in der Kette zugeordnet. In dem dritten
Speichermedium 2 sind Positionsinformationen gespeichert, die
reprasentativ dafiir sind, welche zweite Bauteilinformation
welcher Position in der Kette zugeordnet ist. Dadurch ist
zumindest indirekt die erste Bauteilinformation oder die
Adresse jedes Bauteils mit der dem Rauteil zugeordneten

Position verknlpft.

Im Betrieb des Systems kann eine Ansteuerinformation
bereitgestellt werden, die reprasentativ daflir ist, an
welcher Position ein dort platziertes optoelektronisches
Bauteil angesteuert werden soll. Zum Beispiel soll das
vorletzte Bauteil der Kette angesteuert werden. In
Abhdngigkeit der im dritten Speichermedium 2 gespeicherten
Positionsinformationen kann ermittelt werden, welche zweite
Bauteilinformation das anzusteuernde Bauteil hat. Durch
Aussenden eines entsprechenden Ansteuersignals mit der
passenden zweiten Bauteilinformation/ersten
Rauteilinformation/Adresse kann das vorletzte Bauteil 1 der

Kette selektiv angesteuert werden.

In der Figur 4 ist ein Fahrzeug mit einem System gezeigt. Das
System entspricht beispielsweise dem System aus der Figur 3.
Die Kette aus Bauteilen 1 ist in einem Tilrrahmen des
Fahrzeugs verbaut. Im Betrieb des Systems kdnnen dann
einzelne Bereiche des Turrahmens selektiv

angesteuert/beleuchtet werden.

Figur 5 zeigt ein weiteres Ausfiithrungsbeispiel des Systems.

Vorliegend handelt es sich bei dem System um ein Modul 100.
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Das Modul 100 ist beispielsweise ein Ricklicht fir ein
Kraftfahrzeug. Das Modul umfasst einen Modultrager 101.
Mehrere optoelektronische Bauteile 1, beispielsweise wie im
Zusammenhang mit den Figuren 1 oder 2 beschriebenen
optoelektronischen Bauteile 1, sind in einem vorgegebenen
Muster auf dem Modultrager 101 montiert. Die Bauteile 1 sind
wiederum parallel mit einer Signalleitung/Bus verschaltet,
die zu einer Steuereinheit fiithrt (die Steuereinheit ist nicht
gezeigt). Auf dem Modultrager 101, welcher beispielsweise
eine Platine ist, ist das dritte Speichermedium 2 durch einen
aufgedruckten oder eingepragten QR-Code realisiert, in dem
die Positionsinformationen des Moduls 100 gespeichert sind.
Beim Einbau des Moduls 100, beispielsweise in ein Fahrzeug,
kann das dritte Speichermedium 2, zum Beispiel mithilfe eines
Scanners, ausgelesen werden und die Positionsinformationen
kénnen auf eine Steuereinheit hochgeladen werden. So ist eine
selektive Ansteuerung der einzelnen Bauteile 1 des Moduls 100

ber die Steuereinheit ermdglicht.

In der Figur 6 ist ein weiteres Ausflihrungsbeispiel des
Systems gezeigt, das beispielsweise in einem Fahrzeug verbaut
ist. Das System umfasst hier zwei, wie zum Beispiel im
Zusammenhang mit der Figur 5 beschriebene, Module 100. Ferner
umfasst das System eine Steuereinheit 20, Uber die die Module
100 ansteuerbar sind. Die Positionsinformationen der
einzelnen Module 100 sind in einem Jjeweiligen QR-Code der
Module 100 gespeichert. Beim Einbau der Module 100 kann
mithilfe eines Lesegerats jeweils der QR-Code ausgelesen
werden, und die extrahierten Positionsinformationen konnen in
die Steuereinheit 2 beziehungsweise in das dritte
Speichermedium 20 der Steuereinheit 2 hochgeladen werden. Die
Positionsinformationen sind also sowohl in den QR-Codes als

auch in der Steuereinheit 2 gespeichert. Ist eines der Module
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100 defekt, kann es einfach ausgetauscht werden, und die
Jjeweiligen Positionsinformationen des neuen Moduls 100 kdnnen
mithilfe eines Lesegerdts schnell und einfach in die
Steuereinheit 2 hochgeladen werden und die alten

Positionsinformationen Uberschrieben werden.

In der Figur 7 ist ein weiteres Ausflihrungsbeispiel des
Systems gezeigt. Wiederum umfasst das System ein Modul 100,
zum Beispiel in Form eines Ricklichts. Anders als in der
Figur 5 ist das dritte Speichermedium des Moduls 100 nun
nicht als optisch auslesbar Code realisiert, sondern durch
eine dem Modul 100 eineindeutig zugeordnete Steuereinheit 20.
Die Steuereinheit 20 ist auf dem Modultradger 101 angeordnet.
Bei der Steuereinheit 20 handelt es sich zum Beispiel um ein
Gateway. Die Steuereinheit 20 auf dem Modul wird im Betrieb

beispielsweise von einer Master-Steuereinheit angesteuert.

In der Figur 8 ist ein Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens zur
Herstellung des Systems gezeigt. Zur Herstellung wurden in
einem Schritt A2 zundchst optoelektronische Bauteile 1
bereitgestellt, die beispielsweise Jjeweils wie die
optoelektronischen Bauteile der Figur 1 oder 2 ausgebildet
sind. Diese Rauteile 1 wurden dann in einem Schritt B2 an
unterschiedlichen Positionen auf dem Modultrager 101
angeordnet. Dadurch wurde jedem Bauteil 1 mit der zugehdrigen
ersten und zweiten Bauteilinformation eine Position
eineindeutig zugeordnet. Der nachste Schritt C2 besteht nun
darin, die zweiten Bauteilinformationen der einzelnen
Bauteile 1 zu erfassen und in Abhangigkeit dessen
Positionsinformationen zu speichern, die représentativ dafir
sind, welche zweite Bauteilinformation welcher Position auf
dem Modultrager 101 zugeordnet ist. Diese

Positionsinformationen werden in das dritte Speichermedium 2
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gespeichert. Das dritte Speichermedium 2 ist vorliegend
wiederum durch eine Steuereinheit 20 auf dem Modultrager 101

realisiert.

Flir das Erfassen der BRauteilinformationen wird ein Lesegerat
3, vorliegend in Form eines Scanners, verwendet. Mit dem
Lesegerat 3 wird hier zundchst der QR-Code des Bauteils 1 an
der ersten Position der Bauteilkette eingescannt. Der ersten
Position ist beispielhaft die Positionskennung 01 zugewiesen,
die so in dem dritten Speichermedium 2 hinterlegt ist. Die
zwelite Bauteilinformation, die mittels des Lesegerats 3
erfasst wird, ist beispielhaft 00000000031 (Figur 8A).
Entsprechend wird auf dem dritten Speichermedium 2 die
Positionsinformation gespeichert, dass der Positionskennung
01 die zweite Bauteilinformation 00000000031 zugewiesen ist.
AnschlieRend wird das Bauteil 1 an der zweiten Position
(Positionskennung 02) der Kette gescannt (Figur 8B). Die
erfasste zweite BRauteilinformation 00000002783 wird der
Positionskennung 02 zugeordnet und diese Positionsinformation
wird auf dem dritten Speichermedium 2 gespeichert. Danach
wird das Bauteil 1 an der dritten Position der Kette gescannt
(Positionskennung 03) (Figur 8C). Die dabei erfasste zweite
Bauteilinformation 00000000083 wird der Positionskennung 03
zugeordnet und diese Positionsinformation wird auf dem
dritten Speichermedium 2 gespeichert. Dies wird bevorzugt so
lange fortgefihrt, bis alle Bauteile 1 eingescannt sind. Die
Positionsinformationen k&nnen dabei direkt auf das dritte
Speichermedium gespeichert werden, oder sie kdnnen zuvor

zwischengespeichert werden.

Anschlieflend kann iber die Steuereinheit 20 beispielsweise
das Bauteil 1 an der dritten Position der Kette dadurch

angesteuert werden, dass ein Ansteuersignal ausgesendet wird,
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das die Adresse 00000000083 tragt. Die Bauteile 1 kénnen alle
parallel mit der Steuereinheit 20 verschaltet sein, so dass
das Ansteuersignal gleichberechtigt zu allen Bauteilen 1
gelangt. Durch einen Vergleich der Adresse in dem
Steuersignal mit dem in den Bauteilen 1 jeweils elektronisch
gespeicherten ersten Bauteilinformationen reagiert nur das
Bauteil 1 auf der dritten Position der Kette auf das
Ansteuersignal und emittiert Strahlung. Alle anderen Bauteile

1 bleiben unverandert oder ausgeschaltet.

In der Figur 9 ist ein erstes Ausfihrungsbeispiel des
Verfahrens zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils
gezeigt. In der ersten Position der Figur S9A wird ein
Basisbauteil bereitgestellt (Schritt Al des Verfahrens). Das
Basisbauteil umfasst einen Trager 12, darauf angeordnete
optoelektronische Halbleiterchips 10, ein Gehaduse 13 und
einen IC-Chip 11. Der IC-Chip 11 umfasst zudem ein
elektronisches, erstes Speichermedium 1A. Auf dem ersten
Speichermedium 1A ist oder wird in der Position der Figur SA
eine erste Bauteilinformation gespeichert (Schritt Bl des
Verfahrens). Alternativ ist es aber auch denkbar, dass das
erste Speichermedium 1A durch eine vom IC-Chip 11 separate

Komponente des Bauteils realisiert wird.

In der Figur 9B ist eine zwelte Position des Verfahrens
gezeigt, in der die erste Rauteilinformation aus dem ersten
Speichermedium 1A ausgelesen wird. Dazu ist ein Lesegerat 3,
zum Beispiel in Form eines Computers, an eine
Kommunikationsschnittstelle des Basisbauteils angeschlossen.
Die erste Bauteilinformation wird dem Computer mitgeteilt und

ist vorliegend die Ziffer 00000000083.
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Figur 9C zeigt eine dritte Position des Verfahrens (Schritt
Cl), in dem in Abhangigkeit der ausgelesenen ersten
Bauteilinformation dem BRasisbauteil ein zweites
Speichermedium 1B, auf dem eine zweite Bauteilinformation
gespeichert ist, zugeordnet wird. In diesem Fall wird
mithilfe eines Lasers ein QR-Code in das Gehause 13
eingeschrieben, wobei in dem QR-Code die zweite
Bauteilinformation enthalten ist. Die zweite
Bauteilinformation ist repréasentativ fiir die erste
Bauteilinformation. Darliber hinaus konnen in dem QR-Code
weitere Bauteilinformationen, wie Helligkeitswerte oder
Farborte, gespeichert werden. Durch das Einschreiben des QR-

Codes wird das optoelektronische Bauteil 1 fertiggestellt.

In der Figur 10 ist ein zweites Ausflihrungsbeispiel des
Verfahrens zur Herstellung eines optoelektronischen Bauteils
gezeigt. Hier werden die Verfahrensschritte Bl und Cl in
umgekehrter Reihenfolge durchgefithrt. Zunachst wird in der
Figur 10A ein Basisbauteil bereitgestellt (Schritt Al).
AnschlieRend wird mittels eines Lasers ein QR-Code in das
Gehduse 13 geschrieben, wobeil der QR-Code zweite
Bauteilinformationen beinhaltet (Schritt C1l). Danach wird,
wie in der Figur 10C dargestellt, der QR-Code mithilfe eines
Lesegerats 3 ausgelesen. Entsprechend werden dann erste
Bauteilinformationen elektronisch auf das erste
Speichermedium 1A des Basisbauteils geschrieben (Schritt B1).
Wiederum ist die zweite Bauteilinformation repréasentativ fiir

die erste Bauteilinformation.

Statt eines QR-Codes, wie in den Figuren 9 und 10 gezeigt,
kann als zweites Speichermedium 1B auch ein RFID-Transponder
dienen der vor oder nach dem ersten Speichermedium 1A mit der

zwelten Bauteilinformation beschrieben wird.
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Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie Jjede Kombination wvon
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn diese Merkmale
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausflihrungsbeispielen angegeben ist.
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Bezugszeichenliste

1 optoelektronisches Bauteil

1A erstes Speichermedium

1B zwelites Speichermedien
2 drittes Speichermedium
3 Lesegerat

10 optoelektronischer Halbleiterchip
11 IC-Chip

12 Trager

13 Gehause

14 Ausnehmung

20 Steuereinheit

100 Modul

101 Modultrager
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Patentanspriiche

1. Optoelektronisches Bauteil (1) aufweisend zumindest einen
optoelektronischen Halbleiterchip (10) und ein
elektronisches, erstes Speichermedium (1A), wobei

- 1in dem ersten Speichermedium (1A) eine erste
Bauteilinformation elektronisch gespeichert ist, ilber die das
Bauteil (1) eindeutig identifizierbar ist,

- das optoelektronische Bauteil (1) ein zweites
Speichermedium (1B) aufweist, das zumindest in einem
unmontierten Zustand des Bauteils (1) drahtlos auslesbar ist,
- 1in dem zweiten Speichermedium (1B) eine zweite
Bauteilinformation gespeichert ist, die reprasentativ fir die

erste Bauteilinformation ist.

2. Optoelektronisches Rauteil (1) nach Anspruch 1, wobei

- das erste Speichermedium (1A) durch einen IC-Chip (11) des
Bauteils (1) realisiert ist,

- der Halbleiterchip (10) lber den IC-Chip (11) elektrisch

ansteuerbar ist.

3. Optoelektronisches Rauteil (1) nach Anspruch 1 oder 2,
wobei

- das zweite Speichermedium (1B) ein im unmontierten Zustand
des Bauteils (1) frei einsehbarer Abschnitt des Bauteils (1)
ist und die zweite Bauteilinformation in einer
optoelektronisch lesbaren Zeichenkette in dem frei
einsehbaren Abschnitt enthalten ist, und/oder

- das zweite Speichermedium (1B) durch einen RFID-

Transponder realisiert ist.

4. Optoelektronisches Rauteil (1) nach Anspruch 2, wobei

- das Bauteil (1) mehrere optoelektronische Halbleiterchips
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(10) umfasst, die iUber den IC-Chip (11) elektrisch
ansteuerbar sind und/oder

- der Halbleiterchip (10) ein pixelierter Halbleiterchip mit
einer Mehrzahl von einzelnen Pixeln ist und die einzelnen

Pixel tUber den IC-Chip (11) elektrisch ansteuerbar sind.

5. Optoelektronisches Bauteil (1) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche weiter umfassend

- einen Trager (12),

- eiln strahlungsundurchlédssiges Gehduse (13) mit einer
Ausnehmung (14) auf dem Trager (12), wobei

- der optoelektronische Halbleiterchip (10) auf dem Trager

(12) im Bereich der Ausnehmung (14) angeordnet ist.

6. System umfassend

- eine Mehrzahl optoelektronischer Bauteile (1) nach einem
der vorhergehenden Anspruche,

- ein drittes Speichermedium (2), wobei

- die optoelektronischen Bauteile (1) in dem System an
unterschiedlichen Positionen angeordnet sind, sodass Jjedes
Bauteil (1) mit der zugeordneten zweiten Bauteilinformation
eineindeutig einer Position zugeordnet ist,

- in dem dritten Speichermedium (2) Positionsinformationen
gespeichert sind, die reprasentativ dafiir sind, welche zweite

Bauteilinformation welcher Position zugeordnet ist.

7. System nach Anspruch 6, wobei

- das System eine Steuereinheit (20) umfasst,

- die Steuereinheit (20) und die optoelektronischen Bauteile
(1) signaltechnisch miteinander gekoppelt sind,

- die Steuereinheit (20) zur Ansteuerung der einzelnen

Bauteile (1) eingerichtet ist.
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8. System nach Anspruch 7,
wobel das dritte Speichermedium (2) durch die Steuereinheit

(20) des Systems realisiert ist.

9. System nach einem der Anspriliche 6 bis 8,

wobel das System ein optoelektronisches Modul (100) ist oder
umfasst, wobeil

- das Modul (100) einen Modultrager (101) umfasst,

- die optoelektronischen Bauteile (1) auf unterschiedlichen

Positionen des Modultragers (101) angeordnet sind.

10. System nach Anspruch 9,

wobel das dritte Speichermedium (2) drahtlos auslesbar ist
und auf dem Modultradger (101) aufgebracht oder in den
Modultrager (101) eingebracht ist.

11. System nach Anspruch 9 oder 10,
wobei das Modul (100) eine Display-Hintergrundbeleuchtung
oder ein Scheinwerfer oder ein Ricklicht oder ein Bremslicht

oder ein Display oder eine Innenraumleuchte ist.

12. Fahrzeug, umfassend ein System nach einem der Anspriiche 6

bis 11.

13. Verfahren zur Herstellung eines optoelektronischen
Bauteils (1) nach einem der Anspriiche 1 bis 5, umfassend die
Schritte:

Al) Bereitstellen eines Basisbauteils mit einem
elektronischen, ersten Speichermedium (1A4),

Bl) Speichern einer ersten Bauteilinformation in dem ersten
Speichermedium (1A), wobei das Basisbauteil tUber die erste
Bauteilinformation eindeutig identifizierbar ist und wobeil

die erste Bauteilinformation elektronisch auslesbar ist,
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Cl) Zuordnen eines zweiten Speichermediums (1B) mit einer
zwelten Bauteilinformation zu dem Basisbauteil, wobeil die
zwelite Bauteilinformation repréasentativ fiir die erste
Bauteilinformation ist und wobei das zweite Speichermedium
(1B) zumindest in einem unmontierten Zustand des fertigen

Bauteils (1) drahtlos auslesbar ist.

14. Verfahren zur Herstellung eines Systems umfassend die
Schritte:

A2) Bereitstellen einer Mehrzahl von optoelektronischen
Bauteilen (1) mit jewells einer in dem Bauteil (1)
gespeicherten Bauteilinformation, wobei Jjedes Rauteil (1)
ber die zugeordnete Bauteilinformation eindeutig
identifizierbar ist,

B2) Anordnen der Bauteile (1) an unterschiedlichen
Positionen, sodass jedem Bauteil (1) mit der zugehdrigen
Bauteilinformation eine Position eineindeutig zugeordnet ist,
C2) Erfassen der Bauteilinformationen der Bauteile (1) und
Speichern von Positionsinformationen, die reprasentativ dafir
sind, welche Bauteilinformation welcher Position zugeordnet

ist, in einem dritten Speichermedium (2).

15. Verfahren nach Anspruch 14,
wobel die Positionsinformationen in einer Steuereinheit (20)
gespeichert werden und die Steuereinheit (2) zur Ansteuerung

der einzelnen Bauteile (1) eingerichtet ist.

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, wobei
- das System ein Modul (100) ist oder ein Modul (100)
umfasst,

- das Modul (100) einen Modultrager (101) aufweist,
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- die optoelektronischen Bauteile (1) im Schritt B) auf
unterschiedlichen Positionen des Modultrdgers (101)
angeordnet werden,

- das dritte Speichermedium (2) drahtlos auslesbar ist.

17. Verfahren nach einem der Anspriche 14 bis 16,
wobeli die optoelektronischen Bauteile (1) optoelektronische

Bauteile nach einem der Anspriiche 1 bis 5 sind.

18. Verfahren nach Anspruch 17,
wobel im Schritt C2) Jjeweils die zweite Bauteilinformation

erfasst wird.

19. Verfahren zur Ansteuerung eines Systems nach einem der
Anspriliche 6 bis 11, umfassend die Schritte:

- Bereitstellen einer Ansteuerinformation, die reprasentativ
dafir ist, an welcher Position des Systems ein dort
platziertes optoelektronisches Bauteil (1) angesteuert werden
soll,

- Ermitteln der dem anzusteuernden Bauteil (1) zugeordneten
zweliten Bauteilinformation in Abhangigkeit der in dem dritten
Speichermedium (2) gespeicherten Positionsinformationen,

- Ansteuern des optoelektronischen Bauteils (1), welchem die

zuvor ermittelte zweite Bauteilinformation zugeordnet ist.
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